114年科專計畫產學研合作、分包、委託研究計畫需求規劃表
	合作/分包/委託

研究計畫名稱
	先進熱像晶片之設計與電路下線
	類別
	■學界分包

□研究機構分包

□業界合作開發

□業界委託

□共同執行委託

	隸屬之科專計畫
	軍民通用產業加值關鍵技術開發計畫(1/4)
	經費
	700仟元

	所承接之

專業實驗室
	· 校級_________________；■學院級________________

· 無

	計畫聯絡人/電話

(聯繫瞭解細部需求)
	材電所-湯相峰/03-4712201#3570243

	執行目標
	委托學界開發先進熱像晶片之設計模擬與晶片下線。

	預期效益
	與國內學界合作開發先進熱像晶片之設計模擬與晶片下線，推動我國熱像晶片技術往更高階邁進。
與國內學界合作即早投入開發先進熱像晶片讀出電路設計與開發，加速技術開發時程。

	工作項目及時程
	執行內容：
以畫素間距≦12um之microbolometer感測元件設計為基礎，在ROIC設計部分，以EDA軟體架構出主要第一級注入電路單元與低雜訊放大迴饋電路與取樣保持及賦歸等電路單元，並結合bolometer的元件模型，整合後優化介面電路，完成至少3x3畫素之晶片下線與測試驗證。

	預期成果產出

(至少)
	□期刊論文____篇；■專利_1_件；

□研討會論文____篇；□研究報告____件；

□工程原型____件；□軟體____套

■其它(請說明)_下線與測試報告_

	產出物之規格及驗收方式說明
	低雜訊室溫熱像3 x 3混合訊號讀取電路晶片。其規格如下：
(a) 畫素間距: ≦12 μm 
(b) 畫素陣列: 3 x 3 
(c) 禎率：equivalent to 30Hz for 640 x 480
(d) 功率：<= 150 mW per column
(e) NETD：<= 100 mK

(f) 自動調變讀取動態範圍:14 bits for each pixel output
檢附低雜訊室溫熱像3x3混合訊號讀出電路晶片之設計規格、原始碼電子檔以及下線與測試報告1份。

	合作對象必要之人員專長
	1. 類比電路設計開發經驗

2. 混合訊號電路整合經驗

	合作對象必備之設施及設備
	1. 電路設計軟體

2. EDA軟體

	科專計畫主持人

（簽名）
	
	督導科專副所長（簽名）
	


 備註：本規劃表及相關附件公告於本院軍民通用科技服務網站
